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Die Welt der Metalle

» Das Periodensystem besteht aus 93 Metallen

+ Die traditionelle Leiterplattentechnologie konzentrier
sich auf wenige Metalle ;

| Flomartnams
Siemiceight

Jedes Metall hat interessante und einzigartige
Eigenschaften

« Weitere elektrische Eigenschaften
« Thermoelektrische Eigenschaften
+ Korrosionsbestandigkeit

« Warum nicht diese Eigenschaften fur Leiterplatten
nutzen?

winw.periodictable.co.za | Designed hy Mia Viljoen
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Leiterplatten-Technologie und DUnnschicht Technik

Leiterplatten-Technologie DUnnschicht-Technologie
» Kupferbahnen und -Pads zum Verbinden von elektronischen  meist weniger als 1um.
B il
autetlen ' _ . _ + Aufbringen durch Vakuumverdampfung, Magnetron-
+ Kupferbahndicke wenige bis wenige 10 um Sputtern und andere Verfahrensmethoden
+ Die Herstellung umfasst das Atzen, Bohren und Plattieren « Erfordert spezielle Ausriistung und Fachwissen

Kupf hich
von Kupterschichten + klassischen Materialien: Metalle (z. B. Aluminium, Kupfer),

+ Anwendungen: Die meisten elektronischen Gerate Dielektrika (z. B. Siliziumdioxid) und Halbleiter

* Gut etablierte Produktionsinfrastruktur « Anwendungen fir: Hochtemperaturbestandigkeit,

« Elektrische Eigenschaften von Leiterplatten sind auf die Korrosionsbestandigkeit, hohe Isolierung

elektrischen Eigenschaften von Kupfer beschrankt
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DUnnschichtabscheidung
Sputtern

* Prinzip:

Das feste «Target» wird von energiereichen Teilchen aus Plasma oder Gas
bombardiert

Material wird von der Zieloberflache ausgestol3en
Abscheidung von Material auf einem

» Erzeugung extrem feiner Schichten

+ Vorteile gegenuber anderen DUnnschichtabscheidungstechniken:

Materialien mit sehr hohen Schmelzpunkten kdnnen leicht gesputtert werden

Gesputterte Schichten haben eine Zusammensetzung, die der des Ausgangsmaterials
nahe kommt

Gesputterte Schichten haben in der Regel eine bessere Haftung auf dem Substrat als
verdampfte Schichten
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Dunnschichtabscheidung auf Leiterplatten
DUnnschicht auf Leiterplatten

gerichtete Sputterabscheidung
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+ Nachteil: Uberlagerung von Kupfer- und Dinnschicht
« Gemischte Eigenschaften
 Eigenschaften der diinnen Schicht kénnen gestort werden

ENNNEIEGE] , . e
* mit der Zeit Cu-Diffusion
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Dunnschichtabscheidung auf Leiterplatten
Ubergang von Dinnschicht zu Cu-Leiterbild

gerichtete Sputterabscheidung

ENNEIEEE]

ENNEIEEE]
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Dunnschichtabscheidung auf Leiterplatten
Ubergang von Dinnschicht zu Cu-Leiterbild

ENNNEIEEE] Basismaterial

Probleme: Probleme:

» Dunne Metallschicht im Ubergang Cu-Metall * Keine Verbindung zwischen den 2 Metallen

+ Die Eigenschaften der diinnen Schicht kénnten
gestort werden
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Dunnschichtabscheidung auf Leiterplatten
Ubergang von Dinnschicht zu Cu-Leiterbild

% DYCONEX

Cu

. . 1. Basismaterial mit Kupfer
Basismaterial

2. Cu entfernt in DUnnschichtbereichen

Basismaterial

. . 3. Abscheidung Metall + Cu
Basismaterial

galv. Cu
4. Cu plattieren
Basismaterial

5. Leiterbild beenden
Basismaterial
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Die Welt der Metalle
Gold

DYCONEX

H H-e
« Edelmetall i I

Bestandigkeit sorgt fur Langlebigkeit Na | Mg asi[Bls ofar
+ Leitet gut Warme und Strom <|c il v[e . Co| Ni Cul[Zn|Ga Ge|As|Se Br|Kr
+ Korrosionsbesténdigkeit Rh|Pd Ag| Cd[In SnisSh Te | |Xe

+ Reagiert nicht mit Chemikalien Ir 1Pt Hg[TL Pb| Bi|Po At Rn

+ Biokompatibel Mt|Ds RgCn
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Die Welt der Metalle
Titan

DYCONEX

- Relativ geringe elektrische Leitfahigkeit: ~3% Cu 8. e
. . . . Li | B B C|N|O F|[N

« Ineffizienter Leiter, aber ein guter Widerstand --;:' w ‘ e fi‘{-""{f-‘ iy
: . : . : , . Nal|&a ALISIIPIS CLIAr

+ Passive Schicht aus Titanoxid verhindert weitere Metallkorrosion L A S L e T s

K |calsc |l v [cr mn| Fe colni culzn|oa celas|se Br|kr
+ Sehr widerstandsfahig gegen jede Form von chemischem Angriff Ro[Sr| Y |20 Nb[Mo Te
* In den meisten Umgebungen nicht reaktiv a|w

4 Pm/Sm Ey
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Die Welt der Metalle
Niob

+ ungiftiges und allergiefreies Metall = Biokompatibel
+ Refraktarmetall: sehr widerstandsfahig gegen extreme Hitze und Verschleil3

Cr Mn| Fe

« Schmelztemperatur von 2477 °C: ideal fur Hochdruck- und e EA

v
Hochtemperaturanwendungen H

0

 supraleitende Element mit der hdchsten Sprungtemperatur von 9,2 K
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Die Welt der Metalle
Konstantan

* Legierung aus Nickel, Kupfer und Mangan (~1%)

+ Bestandig gegen Oxidation und Korrosion: zuverlassig in verschiedenen
harschen Umgebungen

+ Konstanten spezifischen Widerstand Uber weiten Temperaturbereich:
Verwendung als Messwiderstand

+ Thermoelemente: Temperaturmessung

+ Elektrische Widerstandsheizung: Konstantan wird fur elektrische
Widerstandsheizelemente verwendet

S
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Die Welt der Metalle
Nickel-Chrome

DYCONEX

+ Legierung aus Nickel und Chrom " | _ He‘
+ Korrosionsbestandig |.. Be s c ‘N‘ o‘p Ne‘
+ Schmelztemperatur 1400 °C NalMa —AUSi|Rs dlar
« Elektrischer Widerstand ~66-mal hoher als Cu K Ca |7 Fe °°.°” Zn |Ga |Ge | As | se | Br |Kr
Rb| Sr

) . . <Ry RhPg Ag|Cd | sn|se|Te | [Xe
+ Auftragen als dunne Schichte: Heizelement e R e B s

Cs|Ba

Os Ir |Pt Au|Hg|TL Pb|Bi|Po At Rn

* Beim Erhitzen: Chromoxid bildet sich auf der aul3eren Schicht und schutzt
vor weiterer Oxidation .=,;;
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Zusammenfassung

Leiterplatten-Technologie

DUnnschicht-Technologie

+ Verwendung: Hochspannungs-, Hochstrom- und + Anwendungen: hohe Temperaturbestandigkeit,

Hochleistungsapplikationen
« Klassische Verbindungstechnik

Korrosionsbestandigkeit, hohe Isolierung
+ Vielzahl von Metallen und Legierungen

Base material

« Kombination von Dunnschichttechnologie auf Leiterplatten
+ Klassische Verbindungstechnik

+ Verschiedene Eigenschaften

08.10.2024

Biokompatibilitat

Eingebaute Widerstande
Eingebautes Thermoelement
Eingebauter Thermistor
Supraleitung
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Thank You for Your Attention
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DYCONEX AG

@% www.dyconex.com

@ info@dyconex.com
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